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　　在晶圆的硅LSI上面有铝垫与保护膜，在其上涂布阻焊胶

并进行镍的电解电镀，再镀上锡银焊膏，去除阻焊层后，将锡

银焊膏熔化，由于表面张力使得焊膏成为球状，我们称这整个

过程为“焊点凸块回流焊”。以往在该工序中，为了让焊膏成

为球状，通常会使用一种叫做助焊剂的材料。

   这种助焊剂不仅仅需要在进行焊点凸块回流焊处理后进行

清洁，而且由于在处理过程中会发生挥发，所以还需要定期

进行设备的清洁等工序，因此会给现场工作人员带来很大的负

担。

焊点凸块回流焊工序
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对应300mm晶圆的无助焊剂回流焊设备

   如图所示，在以往的焊点凸块回流焊过程中，包括涂助焊

剂→干燥助焊剂→回流焊处理→溶剂清洁这几个工序。

   然而，在不使用助焊剂的“无助焊剂回流焊设备”中，仅

仅回流焊处理工序就可以达到以往的目的，因此可以省去许多

不必要的处理并减少对环境的污染。

   由于回流焊处理也可以在蚁酸喷雾密闭设备中进行，因此

不仅仅消除了原本具有的危险性，而且还完全免去了有关的设

备的保养维护工作。

   此外，每处理50片晶圆，以往的焊点凸块成形工序需要

8~10小时，而无助焊剂回流焊只需要4.5小时左右即可完成，

几乎可以缩短约一半的时间，不仅节省了资源，降低了能耗，

而且还提高了生产能力。

将原本8小时的工序缩短为4.5小时

● 焊点凸块工序

● 以往的焊点凸块回流焊和无助焊剂回流焊
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在积体电路制造过程中，需要进行回流焊工序（去除焊点凸块电极表面氧化膜并使焊点凸块

成形的工序），而在回流焊设备中，很多时候都需要去除溶剂。在这种状况下，富士通采用无

需经过很多工序、且不使用助焊剂的“无助焊剂回流焊设备”。该设备在富士通三重工厂的

300mm 晶圆生产线上，作为世界最先进的逻辑 LSI 量产设备开始投入运行。由于不使用助焊剂，

因此该设备可以省略以往的涂助焊剂→干燥→清洁工序，大幅度降低了能耗，同时还可以抑

制回流焊工序中产生的 70% 的 CO2。

以往的焊点凸块回流焊 无助焊剂回流焊

助焊剂
 涂布

助焊剂
 干燥

助焊剂
 涂布

助焊剂
 干燥

回流焊
 处理

回流焊
 处理

溶剂
清洁

溶剂
清洁

   蚁酸排气
溶于工业用水中
对它实施酸中和处理



19Vol.26 No.2

　　采用无助焊剂回流焊设备的优点还包括可以将焊点凸块间

距由以往的200μm缩小到35μm，使得该数值低于当今主流的50μm 

间距，因此可以应用到以SiP为首的各种前卫的应用领域中。

由于不使用助焊剂，因此可实现窄间距

　　富士通微电子公司在焊点凸块成形工序中使用无助焊剂回

流焊设备，彻底改变了原本使用有机溶剂的回流焊工序。

　　首要目的是由于不使用助焊剂以及清洗剂可以减轻对环境

污染，此外还可以减少伴随回流炉等设备的定期清洁作业而产

生的废弃物，并可以提高设备的运作效率，提高约两倍的生产

力。

使用无助焊剂回流焊设备提高生产力

　　在以往使用助焊剂的焊点凸块成形工序中，需要使用有机

溶剂将涂布的助焊剂清洗掉。此外，在清洁工序后，将有机溶

剂作为废弃物进行焚烧处理时还会产生大量的CO2气体。

　　而富士通微电子公司所采用的无助焊剂回流焊设备，利用

可以进行中和处理的“蚁酸”, 在工厂内仅仅进行回流焊处

理就可以实现焊点凸块成形的目的，因此CO2排出量可以控制

到原来的68％，并可以减轻30%左右的环境污染。

不使用清洗剂，减少环境污染

以往的焊点凸块 35μm窄间距焊点凸块

何为蚁酸？

　　蚁酸正如其名，源自蚂蚁，一般我们了解的是蚂蚁或

蜂所带有的带刺激性气味的脂肪酸。蚁酸是当被这些昆虫

蜇咬时，引起皮肤肿痛的原因。然而，并不是所有的蚂蚁

或蜂都带有蚁酸，一般在市场上销售的蚁酸都是通过化学

过程生产出来的。

　　蚁酸除了可以用于家畜饲料的防腐剂和抗菌剂外，还

可用于养鸡业，作为添加剂添加到饲料中用来去除沙门

菌，或者作为杀虫剂用于养蜂业中，用以消灭附着在蜜蜂

上的扁虱。

　　此外，通常蚁酸还可以用于纤维工业或皮革的鞣剂中。

　


